VYROBA DPS

yvoj technologie planzet

Za poslednich 20 let se velikost pouzder
elektronickych sou¢astek vyrazné zmen-
gila a zaroven doslo ke zvySeni hustoty
jejich pind. Navic se jednd o dlouhodo-
bou tendenci, takZe stejny vyvoj se dd
otekavat i do budoucna. Dusledkem jsou
dramatické zmény ve strojovém 0sazo-
vani a samoziejmé i v procesu nandse-
ni pajeci pasty. V 80. letech byla pomér-
né bézné vyuzivana silnd filmova plat-
na — planZety, kterd pro tehdejsi SMD
soucastky poskytovala do-
state¢nou presnost. Postu-
pem ¢asu se viak i v této ob-
lasti objevily nové technolo-
gie a bylo nutné zajistit no-
vé postupy vyroby planzet.
Vznikly tak nové technolo-
gie pro chemickou, lasero-
vou ¢i dokonce galvanickou
(elektrochemickou) vyrobu,
coZz umoznilo zvySeni pro-
duktivity a hustoty elektro-
nickych zafizeni.

V  podatcich  strojové-
ho osazovani SMD soudids-
tek se pouzivala silnd fil-
mova pldtna; vedeni jednotlivych vla-
ken v okoli otvori viak narusovalo pres-
né umisténi pdjeci pasty. Z toho divo-
du vznikly chemicky vyrdbéné planZe-
ty, které diky dokonalej$imu provede-
ni v okoli jednotlivych otvorit umoz-
fiovaly pouZiti i pro SMD obvody s pi-
ny 0.8 mm. LichobéZnikovy tvar otvert
je mozné vyrovnat naslednymi procésy
galvanizace a niklovani, které zlep3i je-
jich hrany a umoZni pfesné naneseni pi-
jeci pasty. BohuZel v3ak tato technolo-
gie neni dokonala a pii vyrobé planzet
ma problémy s vytvofenim rizné vel-
kych otvori v jediném vyrobnim cyk-
lu. ReSenim je pouZiti tzv. ,BandEtch”
technologie, kterd ma pro zménu pro-
blém s malymi otvory. Z toho divodu
byla na pocitku 90. let pfedstavena tech-
nologie laserem fezanych planzet. Dalo
by se fict, Ze pfisla pravé v¢as, aby moh-
la byt pouzita pii osazovini obvodu s pi-
ny 0,65 mm. Princip je takovy, Ze ten-
kym laserovym paprskem se v materid-

lu vyfeZou otvory a to s velmi vysokou
piesnosti jak v piipadé malych, tak i vel-
kych otvorii. Hladky fez je opét podpo-
fen pouZitim naslednych procesi gal-
vanizace a niklovani. Prvni laserové fe-
zaci stroje v8ak byly pomérné pomalé,
takze se Castéji pouzivala tzv. hybridni
technologie, kdy velké otvory byly che-
micky vyleptané a malé otvory fezal la-
ser. Dalsi problém se ukdzal s do t€ doby
vyhovujicimi gumovymi stérkami, kte-

ré mély problém s redukci pdjeci pasty
ve velkych otvorech. Z toho divodu se
preslo na pouZivani kovovych noZi, kte-
ré pro svou vysokou piesnost timto pro-
blémem netrpi. Dile byly také predsta-
veny davkovaci hlavy, obsahujici pajeci
pastu ve svém téle. Tyto systémy pracu-
ji tak, Ze na zvySeny tlak reaguji nanese-
nim pasty do otvort pfipravené planzety
a jejim ¢aste¢nym setfenim pomoci ko-
vovych noZi se deska ocisti.

Vyroba planzet elektrolyzou byla zave-
dena v poloviné 90. let. Vzhledem k to-
mu, %e chemicka a laserovi vyroba Sab-
lon jsou subtraktivnimi procesy — otvory
jsou vytvoreny leptanim i fezanim mate-
ridlu z pevné kovové folie — je elektroche-
micky proces vyroby pouze doplitkovou
technologii. Zékladnim materidlem je
zde nikl s nanesenou fotorezistivni vrst-
vou, Hlavni vyhodou této technologie je,
7e délkou a intenzitou ozafeni je moZné
ovlivnit tlouitku leptané Sablony. Na kon-
ci procesu je fotorezistivni vrstva smyta

J

a vysledna Sablona ma ve vzniklych otvo-
rech velmi hladké hrany. To je proto, Ze
se nejednd o destruktivni proces vyro-
by a jednotlivé molekuly nejsou poruSe-
ny. Nasledné procesy, jako je galvaniza-
ce a niklovani, nejsou diky tomu nutné,
Elektrochemicky proces vyro-
by planZet se pouzivd pfedevsim
pro mala pouzdra integrovanych
obvodi typu microBGA s rozte-
¢i pind 0.5 a 0,4 mm, QFP s roz-
te¢i 0,4 mm, QFN s 0,4 mm a ta-
ké pro pasivni soucastky velikos-
1i 0201 a 01005.

Pro nékteré specifické apli-
kace jsou pouZivany tzv. sloze-
né nebo také rizné silné planze-
ty. Pfedeviim je tomu u pouz-
der typu CBGA, jejichz pdje-
ci kulicky béhem standardni-
ho reflow procesu netaji. To je
samoziejmé problém, ktery se
musi fesit tloustkou planzety aZ 0,2 mm
pro CBGA a jen 0,125 mm pro zbyva-
jici SMT souééstky. Planzety s riznou
tloustkou se vyrabéji vyhradné pomo-
ci elektrochemického procesu, nebot ji-
né technologie, jako je tieba fezini lase-
rem, tuto schopnost nemaji.

Tzv. Intrusive reflow je vyrobni pro-
ces, pfi kterém je pdjeci pasta apliko-
vina jak pro SMT, tak i klasické (no-
7ickové) souddstky. Oba typy prvki
jsou pak na desku osazeny soucasné
a k jejich zapdjeni dojde b&éhem jedi-
ného reflow procesu. DalSi proces, na-
pfiklad pajeni vinou neni potfeba. Kla-
sické soudistky viak vyZaduji nanese-
ni vétsiho mnoZstvi pdjky, neZ je ob-
vyklé v pfipadé SMT souldstek, tak-
7e je nutné pouZit specidlni, k tomu
uréené planzety. Idedlni tloustka plan-
Zety je v tomto pfipadé 0,3 mm a po-
kud se proces naneseni pasty prove-
de dvakrat, je vysledek prakticky do-
konaly. Bézné pouzivanych 0,125 mm




Jje vhodnych pouze pro naneseni pasty
pro SMT soucdstky. Jesté silnéjsi plan-
Zety (typicky 0,4 mm) se pouZivaji vy-
hradné pro klasické soucdstky. Ty ma-
Ji svuj reliéf leptany ze strany kontak-
ti (strana desky) tak, aby se pfi prici
neposkodila dfive nanesend pasta pro
SMT soucistky. Obvykle je zde necha-
van prostor o 0,1 mm silné&jsi, nez jaka
je tloustka SMT planzety.

Lavér

V' casech zrodu SMT technologie byl
optimélni pomér stran, tedy pomér ve-

likosti otvoru k tloudtce planZety, fesen
pomoci vieobecnych navrhovych pravi-
del a privoden. Pfi poméru stran, defi-
novanych jako Sifka otvoru (W) déleno
tloustkou planZety (T) vice nez 1,5 byl
zajiStén dobry vysledek. Takovy pomér

Je dobrym privodcem v piipadé, kdy je

délka otvoru vétSi (alespofi 5x), neZ je je-
ho Sifka. Se zavedenim novych pouzder
typi BGA a QFN se v3ak situace zcela
zménila. Nova pouzdra nejen Ze neustile
zmenSuji plochu svych pind, ale hlavné
vyZaduji zcela jiné poméry. Z toho ply-
ne potieba pouZiti nové techniky, pfi kte-
ré se poCitd s pomérem plochy otvoru,
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délené plochou jeho stény. To je z toho
divodu, Ze okraje otvoru se snaZi pastu
drZet na svém misté, ale pijeci ploska
pod otvorem ma snahu ji odvést pry¢.
Pro hrubou orientaci je moZné pouzit
obecné zdsady poméru ploch, ze kterych
plyne optimélni hodnota 0.66. Praktic-
ké vysledky v3ak ukazuji, Ze i 0,5 je pfi-
jatelnd hodnota pro planzety vyribé-
né elektrochemickym procesem. Tento
jednoduchy vypocet je dobrym pomoc-
nikem pii uréeni mezni hodnoty, kterou
je#nozné opravit jesté dfive, neZ dojde
k samotné vyrobé planzety.
www.photostencil.com

Union Tool planuje zvySit vyrobu vrtaki pro PCB

Union Tool, nejvétsi svétovy vyrobee vrtaki ze slinutych karbidii pouZivanych pfi vrtani desek ploSnych spoju, planuje zvy-
Seni prodeje 0 21.4 % na vice nez 341 miliéni kusi za rok v porovndni s predchizejicim rokem.
Firma odhaduje mési¢ni spotfebu vrtdkii ve svété na 86 milioni. Soucasné se zvySenim vyroby a prodeje zvySuje Union

Tool i svoji prodejni skupinu. Aby mohla Iépe slouZit rostouci poptdvce po vrtdcich v Cing, rozhodl se vyrobce prenést vy-
robu z matefského Japonska do Ciny. Toto rozhodnuti miiZe byt také ovlivnéno faktem, 7e vyrobci vrtdki v Jizni Koreji a na
Tajvanu pfedstavuji pro Union Tool velkou lokdlni konkurenci, a skute&nosti, e poptivka po vrtacich v Japonsku klesla
vlivem odlivu vyroby do zahrani¢i.

Zdroj: EIPC

IPC standard na ochranu dusevniho viastnictvi pfi virobé DPS |

Novy standard IPC-1071 na ochranu dusevniho vlastnictvi (Intellectual Property Protection) ve vyrobé desek plosnych spo-
ji md asistovat vyrobcim DPS ve vypracovani pozadavki na ochranu dusevniho vlastnictvi pro jejich zikazniky v komerc-
ni, primyslové, vojenské a jiné oblasti.

Tento standard predstavuje voditko na nejvys3i drovni k dosaZeni nejlepsich praktik pfi vyrobé DPS. Zamé&fuje se na ochra-
nu zdkladniho duSevniho vlastnictvi, které je vtéleno do névrhu DPS. V dal§im kroku se IPC zamé#i na vypracovini postupii
pro ziskani potfebného osvédéeni o zpusobilosti ochrany dugevniho vlastnictvi. (

Zdroj: EIPC
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